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(57) Abstract: The present invention relates to a method for separating a temporarily bonded substrate stack (23) by impinging on a
connecting layer (25) of the substrate stack (23) by means of laser beams (16, 16") emitted by a laser (5), characterized in that, while
the connecting layer (25) is impinged with the laser beams (16, 16"), laser beams (16, 16', 161) of the laser (5) that are reflected and/or
transmitted at the temporarily bonded substrate stack (23) are detected. The invention further relates to a corresponding device.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Trennen eines temporér gebondeten Substratstapels
(23) durch Beaufschlagung einer Verbindungsschicht (25) des Substratstapels (23) mittels von einem Laser (5) ausgegebenen Laser-
strahlen (16, 16", dadurch gekennzeichnet, dass wahrend der Beaufschlagung der Verbindungschicht (25) mit den Laserstrahlen (16,
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16") an dem temporir gebondeten Substratstapel (23) reflektierte und/oder transmittierte Laserstrahlen (16, 16', 161) des Lasers (5)
erfasst werden. Weiterhin betrifft die Erfindung eine korrespondierende Vorrichtung.



